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《电子工艺技术》

内容概要

《电子工业技术》是针对目前高职高专教育发展的特点而编写的，编写的作者都是多年从事职业教育
、教学第一线的老师。本教材紧密结合高职高专职业教育特点，主动适应社会，突出应用性、针对性
，注重对学生实践能力的培养。内容叙述力求深入浅出、形式新颖、目标明确，将知识点与能力点有
机结合，注重培养学生的实际应用和实际操作能力。
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章节摘录

　　第1章　电子材料的选择与使用工艺　　提要　电子产品所用材料很多，且随着科学技术的发展
，新型电子材料不断涌现。本章主要介绍电子产品常用的导电材料、焊接材料、绝缘材料、黏结材料
和磁性材料选择与使用工艺。　　1.1　导电材料　　导电材料主要是金属材料，又称导电金属。用做
导电材料的金属除应具有高导电性外，还应有足够的机械强度，不易氧化，不易腐蚀，容易加工和焊
接。　　在电子产品装接中，使用的导电材料主要有高电导材料、高电阻材料、导线材料和覆铜板。
　　1.1.1高电导材料　　高电导材料是指某些具有低电阻率的导电金属。常见金属导电能力由强到弱
的顺序为银、铜、金、铝。金、银由于价格高，所以仅在一些特殊场合使用。电子工业中常用的高电
导材料为铜、铝及它们的合金。　　1.铜（Cu）及其合金　　1）纯铜　　纯铜是玫瑰红色金属，表面
形成氧化铜膜后呈紫红色，故又称紫铜。它有良好的导电性和导热性，有良好的延展性和可塑性，且
具有不易氧化和腐蚀、机械强度较高、易于机械加工、便于焊接等优点。　　⋯⋯
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